Procès verbal de la réunion du Conseil du GN-MEBA du jeudi 10 février 2005 à Jussieu

Présents :, François Brisset, Hervé Guégan, François Grillon, Alain Jadin, Philippe Jonnard, Annie Malchère, Christian Mathieu, Jean-Louis Pouchou, Florence Robaut, Jacky Ruste.

Excusés : Luc Beaunier, Claude Gril, Philippe Hallegot, Jean-Pierre Lechaire, Monique Repoux.

1) Lecture et commentaire sur le PV du 13 janvier 2005.

Jean Louis Pouchou confirme qu’il est responsable de la partie soft et enquête instrument.

Le procès verbal est approuvé. 

2) Organisation de la réunion des 6 et 7 juillet 2005 en association avec la SFµ 

L’organisateur pour le groupement est Jacky Ruste. 

Jacky Ruste a participé à la réunion du conseil de la SFµ. (copie partielle du courriel) 

commentaires pour nos 2 symposium :
- les électrons transmis, PH Jouneau a accepté (il a décalé ses vacances) ainsi que François Grillon ; on cherche un biologiste qui travaille sur la question

- le FIB : l'organisatrice de ce symposium (officiellement commun avec le GN-MEBA !) Mme Domengès de Caen, a travaillé avec FEI et a imposé comme invité Harry Roberts de FEI...

Nous avons été plusieurs à contester ce choix, proposant d'autres personnes moins impliqués commercialement mais véto des organisateurs ! Ahmed Charaï a été rejeté car il a eu une intervention à Toulon mais on a quand même réussit à imposer comme 2ème invité Gérard Benassyag du CEMES (qui a travaillé avec Orsay Physics).

Il a été confirmé que les membres du GN-MEBA assisteront gratuitement aux 2 symposium et à notre journée ; pour l'ensemble du colloque ils pourront s’inscrire au tarif SFµ (170€)

Les chairmans ne sont pas dispensés des droits d'inscription.

Les résumés seront publiés dans l'annuaire (distribué avant la conférence) (la date limite sera communiquée ultérieurement en fonction des délais d'impression)

Jacky Ruste transmet le programme provisoire pour la journée corrosion :

Projet de programme

Jeudi 7 Juillet

Corrosion, dégradation et vieillissement des matériaux

9h – 9h45 - Introduction : les divers mécanismes de corrosion – Jacky Ruste, EDF

I - Corrosion dans les matériaux métalliques

9h45 – 10h15 – Corrosion intercristalline des aciers inoxydables – Frédéric Delabrouille, Laurent Legras, EDF

10h15 – 10h45 – La corrosion bactérienne – Françoise Feugeas, INSA Strasbourg 

10h45 – 11h15 pause

 11h15 – 11h45 – Mise en évidence et caractérisation d’un produit d’interaction avec l’environnement d’une aube de turbine de moteur d’avion – Marie Hélène Vidal-Sétif, M. Poulain, C. Rio, DMMP - ONERA 

11h45 – 12h15 – Reconstruction 3D des sillons d’attaque de corrosion des joints de grains par logiciel – Marilyne Cornen, René Legall, LGM, Ecole polytechnique de l’Université de Nantes

12h15 – 14h repas

II – Corrosion dans les matériaux minéraux

14h – 14h30 – dégradation des pierres – Syvie Guedon-Dubied, LCPC

14h30 – 15h15 – matériaux de stockage de déchets radioactif, CEA ?

15h15 – 15h45 – inhibition de la corrosion d’armatures métalliques dans les maçonneries anciennes – Murielle Bach, INSAS

15h45 – 16h15 pause

III – dégradation des matériaux polymères

16h15 – 16h45 – Claude Dubois, Université de Franche-Comté

IV – restauration des œuvres d’art

16h45 – 17h30 – Restauration d’œuvre d’art – E. Pons, Noël Lacoudre, EDF

3)Réunion de  Décembre 2005 

François Brisset coordonnateur de la réunion propose le programme provisoire ci dessous

La microanalyse X par sonde électronique

8 décembre 2005

8h45
-
9h15
Accueil

9h15
-
10h00
Christiane Bonnelle, (Université P. et M. Curie, Paris Jussieu)


Interaction photon X matière : L’ionisation, l’émission X, Les diffusions cohérente et incohérente, l’absorption photoélectrique

10h00
-
12h
Pause avec les constructeurs (peut-être groupée avec pause déjeuner)

12h
-
14h
Pause déjeuner

14h
-
15h
Assemblée Générale du GN-MEBA

15h
-
15h45
Florence Robaut (CMTC, Grenoble)



Les spectromètres WDS - aspects technologiques

15h45
-
16h15
Pause

16h15
-
16h45
Claude Merlet  (Université de Montpellier)



Le traitement des spectres WDS

16h45
-
17h15
Jean-Michel André (Université P. et M. Curie, Paris Jussieu)



Miroirs multicouches gravés pour l'analyse spectrométrique X des éléments légers

9 décembre 2005

9h00
-
10h00
Laurent Maniguet (CMTC, Grenoble)


Les spectromètres EDS et les détecteurs SDD - aspects technologiques

10h00
-
10h45
Denis Boivin (ONERA, Châtillon)



Le traitement des spectres EDS (éch. massifs / minces)

10h45
-
11h00
Pause

11h00
-
12h15
Jean-Louis Pouchou (ONERA, Châtillon)

Les Méthodes de quantification, application à des micro-volumes homogènes et stratifiés.

12h15
-
14h
Pause déjeuner

14h
-
14h30
Jacky Ruste (EDF, Les Renardières)



Statistique et analyse des résultats sur les échantillons tests

14h30
-
15h15
François Grillon (Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, Evry)



Les Images X (numériques, quantitatives, …)

15h15
-
15h45
 En cours  (x)



L’analyse combinée EDS-WDS 
15h45
-
16h15
Elvire Leblanc (CEA Saclay)



Détecteurs cryogéniques de type bolomètre pour la spectrométrie X, applications 



dans la recherche et l'industrie
Quelques modifications peuvent être apportées :

- Séparation de la partie statistique et de la partie analyse des résultats sur les échantillons tests afin de réaliser une sorte de table ronde-discussion en fin de 2e journée.

- Peut-être ajouter une partie sur l'analyse d'échantillons minces en MEB (trouver alors un utilisateur pouvant faire cet exposé).

- Peut-être trouver un autre présentateur que François Grillon pour l'exposé sur les images X quantitatives (possibilités réelles et limites), car François n'est pas certain à l'heure actuelle de pouvoir le préparer.

- Trouver un utilisateur pouvant réaliser un exposé sur l'analyse combinée EDS-WDS. SAMx a déjà été contacté et un utilisateur danois réalise ce type d'analyse quotidiennement. Cependant, voir auprès des autres constructeurs si d'autres utilisateurs peuvent être identifiables. Il peut aussi peut-être envisageable que JF Thiot de SAMx (avec les réserves habituelles) présente l'exposé du danois car il a aussi beaucoup travaillé sur le sujet au point de vue conception du programme d'analyse commun.

- Aussi les constructeurs sont d'accord pour prolonger la pause café par une pause prolongée déjeuner. Voir donc si on peut réserver les caves pour le 8 décembre de 10h00/10h30 à 14h00 (Jean-Pierre Lechaire). De même, prévoir la pause café-buffet (Hervé Guégan).

- Après confirmation auprès de Luc, l'amphi nous est bien réservé le 8 et le 9 décembre 2005. Luc attend cependant, la confirmation écrite de la présidence.

4) Echantillon test.

L’action échantillon  test semble promise à un grand succès ( à la date du conseil, 62 utilisateurs d’EDS et 17 utilisateurs de microsonde). Florence Robaut a fait découper les échantillons.

Les échantillons retenus sont le 911 qui est une base aluminium avec 12 % de silicium et le 6012.

Jacky Ruste, François Grillon, Alain Jadin , Jean Louis Pouchou et Annie Malchère vont vérifier la composition annoncée et l’état microstructural.

5) Point sur l’école d’été 

François Grillon présente une liste de contenu de cours pour l’école d’été sur les deux niveaux prévus . 

ÉCOLE D'ÉTÉ DE MICROANALYSE ET DE MICROSCOPIE À BALAYAGE

Saint Martin d'Hères
_____________________

STAGE 1 : notions fondamentales en MEB et EDS

26 juin – 1er juillet 2006

STAGE 2 : Approfondissement en MEB et Microanalyses

3 juillet – 8 juillet 2006

Buffet d'accueil le dimanche soir (produits régionaux par exemple)

Projet de cours et TP, prévoir une pause d’une demi-heure par demi-journée et une coupure d’une heure et demi pour le repas de midi. Les horaires sont à définir. Merci de détailler au maximum le contenu de chaque cours pour les intervenants. Comme on ne peut pas tout traiter complètement dans les deux stages, l'ordre, le regroupement, la répartition, les ajouts et suppressions sont à effectuer pour les deux stages, sachant que le premier doit être orienté vers la pratique et est destiné aux débutants et que le deuxième doit être d'un bon niveau théorique.


Informations générales sur l'Ecole



organisation matérielle (hôtellerie, transports, ...)


documents, intervention des élèves, séances en soirées,...


La microscopie électronique à balayage



schéma de base (excitation par une sonde électronique, diverses réponses


de l'objet, détection et mise en forme de la réponse en image électronique par balayage, ...)


Les notions de base



le solide (éléments de la structure électronique)


notions d'interaction et de section efficace


chocs élastiques et inélastiques (électrons, plasmons), diffusions cohérentes et incohérentes


notion de compétition entre les divers évènements possibles


Information régionale liée au circuit touristique du mercredi


Interactions électrons solide : les évènements primaires



trajectoires électroniques, diffusion simple, multiple, plurale


ralentissement, rétrodiffusion, coefficient de rétrodiffusion


excitation électronique : secondaire, Auger, ...


génération de RX, ...


Interactions électrons solides : les évènements secondaires



déplacement et sortie du solide


excitations secondaires


absorption et fluorescence des RX


poire de diffusion des diverses émissions


coefficient d'émission électronique secondaires, rôle du potentiel de surface


effet de l'orientation de la surface / sonde...


Emission X


- Origine du spectre X, spectre caractéristique, niveaux d'énergie


désexcitation du niveau ionisé : transitions radiatives et non radiatives, règles de sélection, poids des raies

- spectre continu

- Allure du spectre X à l'émission, répartition de l'émission X caractéristique, expérimentale, 


( ((z), Monte Carlo, Absorption


 Fluorescence de raies caractéristiques, de fond continu


T.P. ou T.D.
	TP
	TD

	
Le Microscope électronique à balayage


Examen général de l'appareil (travail en secondaire)


(il s'agit de découvrir tous les organes de l'appareil, et non de savoir optimiser les réglages)


le système de vide : enceinte. sas, pompes, vannes, joints, jauges, sécurités, temps de mise en vide


le réglage du canon : mise en place du filament, mise en service 


et chauffage filament (détection en électrons secondaires 


image du cross over) seuil de saturation


excitation des lentilles condenseurs et de l'objectif (si possible,


mesure du courant d'excitation


rôle du diaphragme : sa position dans la colonne, son centrage, 


son état de propreté, son nettoyage


commandes de la haute tension du photomultiplicateur, de la 


vitesse de balayage et du format d'image


commandes du ou des écrans cathodiques, examen de la trame, 


distorsion de l'image avec objet grille, rotation d'image


porte objet : réglages X, Y (fins de course et étanchéité), réglage 


Z (distance de travail), rotation, inclinaison


examen de la chambre objet : dimensions des canalisations de 


vide, position, surface, orientation des détecteurs


réalisation d'une première image


	
Les résultats de l'interaction électrons-solide



exercices sur la diffusion élastique


exploitation de simulation de Monte Carlo


distribution angulaire et spatiale des rétrodiffusés


localisation de génération de rayons X


niveaux d'énergie "atomiques" et énergie, longueur d'onde des RX, petits calculs d'absorption, …


Le Microscope électronique à balayage :


Principes, réglages et utilisations.





La colonne du MEB, les canons à électrons


la colonne du MEB: conditions de vide, éléments constituants


les canons à électrons : différentes cathodes, cross-over, brillance, stabilité, alignement, émission de champ 


froide, chaude (point de fonctionnement)


Les lentilles électromagnétiques et électrostatiques



notions d'optique électronique

principe des lentilles électroniques, aberrations sphérique, de diffraction, chromatique, astigmatisme, de répulsion coulombienne, fonctionnement en lentille mince, lentille conique, fonctionnement en lentille à immersion (pour haute résolution)

lentilles auxiliaires de balayage, d'alignement, de correction d'astigmatisme

rôle des diaphragmes


Réglage de la colonne électronique pour la formation de l'image 




réglage du canon (classique à filament de W) : distance filament wehnelt. propreté, réglage du 


chauffage filament,


réglages spécifiques à l'émission de champ


réglage de l'ensemble optique : double condenseur, objectif, diaphragme (centrage)


les spécificités des colonnes équipées de canons à émission de champ


le compromis : courant de sonde, ouverture, taille de faisceau, automatisme

le choix de la tension d’accélération


T.P. ou T.D.
	TP
	TD

	
Optimisation de l'image en types de contraste


(travail en secondaire et en rétrodiffusé)


choix de la tension d’accélération


réglage de l'excitation des condenseurs, de l'objectif


correction d'astigmatisme


quelle est la taille du faisceau ?


choix de la distance de travail et du diaphragme


le compromis : courant de sonde, ouverture,


choix du rapport signal/bruit par réglage courant de sonde, gain 


du photomultiplicateur


écran vidéo : choix du contraste, de la brillance, ...


détection des rétrodiffusés : réglages, …


	
Formation de l'image






vitesse de balayage et nombre d'électrons injectés par point objet


calculs de rapport signal sur bruit


rendement de conversion, du signal émis à la brillance de l'écran


définition de l'image, grandissement et taille optimale du spot


méthodes de mesure de la taille du spot





Etats de surface et techniques de dépôt



que veut-on détecter ?


la surface comme forme, comme structure et comme composition


épaisseur utile


les revêtements et les techniques de dépôt


choix de la technique


La préparation des échantillons


(en liaison avec les T.P. et T.D.)


objets métalliques - fractographie


objets isolants


objets biologiques


Détection des électrons secondaires



rappel sur la distribution énergétique et spatiale des secondaires


les émissions parasites autour de I'échantillon


le détecteur d'Everhart-Thornley : scintillateur, guide de lumière, photomultiplicateur


position du détecteur et efficacité de collection


réglages


Détection des électrons rétrodiffusés 






rappel sur la distribution énergétique et spatiale des rétrodiffusés


détecteur à diode solide


détection à scintillateur, à multicanaux

position du ou des détecteurs et efficacité de collection (détection par le détecteur d'Everhart)


Bilan des contrastes en détection des électrons




contraste topographique en secondaire en rétrodiffusé


contraste chimique en rétrodiffusé


contraste cristallin en rétrodiffusé


contraste magnétique en secondaire en rétrodiffusé


Détection des autres signaux :


électrons transmis, électrons absorbés, ebic, cathodoluminescence, applications à différents types de matériaux


Circuit touristique et Banquet (probablement mercredi après-midi)

La formation de l'image




l'image et son observation


l'image et son stockage


notions sur signal et bruit, sources de bruit, rapport signal sur bruit


la chaîne de transfert du signal émis à l'image vidéo


paramètre de l'image: balayage, trame, vitesse de balayage, l'écran vidéo


présentation en brillance d'écran et en modulation Y


L'optimisation de l'image




résolution et amélioration du rapport signal sur bruit


taille de faisceau et point image


distorsion et anamorphisme


les paramètres de l'image numérique : pixel, niveaux de gris, histogramme

l'image numérique et son stockage en mémoire informatique : le langage (dimensions, profondeur en bits, élément structurant, place mémoire)

acquisition lente et acquisition rapide avec accumulation


traitements : compensation de zéro, gamma, filtres de fréquence, contraste différentiel




Informatique et MEB


Possibilités et limites des automatismes

buts de l'automatisation

moyens de l'automatisation (capteur, consignes, actionneurs)

microprocesseurs

fonctions automatisables (fonctionnement, standard mise au point, ...)

automatisation comme aide à la décision

avantages, inconvénients

l'état du marché


Préparation des échantillons, artefacts, métallisation

T.P. ou T.D.
	TP
	TD

	
Préparation des échantillons




(durant cet après-midi, T.D. et T.P.  sont Communs)


métallisation par évaporation, par pulvérisation


objets métalliques


fractures


surfaces légèrement oxydées (en secondaires)


surfaces déformées finement (effet topographique en rétrodiffusés)


double image pour stéréo


objets isolants


objets biologiques : préparation, conditions de HT, de courant, ...


circuits semi-conducteurs (avec une jonction perpendiculaire, parallèle à la surface)


contraste de potentiel par polarisation


courant EBIC (montrer le rapport du courant induit au courant de sonde)





Le fond continu : origine et mesure



La spectrométrie EDS :



Les détecteurs : technologie des diodes solides, silicium, germanium haute pureté, SDD, refroidissement : 



azote liquide, pompage cryogénique, effet Peltier, détection des rayonnements de faible énergie


La chaîne de mesure
 : péamplificateur, numérisation, traitement de l'information numérique

L'acquisition des spectres : choix des conditions opératoires : tension d'accélération, courant de faisceau, distance de travail, conditions de fonctionnement de la chaîne de traitement des impulsions, contrôle des identifications automatiques, traitement des pics d'échappement ainsi qu'éventuellement d'empilement, …


Le traitement des spectres du fond continu et des pics, contrôles des traitements



La spectrométrie WDS



Principes (monochromateur, compteur, chaîne d'analyse)


Acquisition d'un spectre, mesure du fond continu


Détection des rayonnements de grande longueur d'onde


Introduction à l'analyse quantitative analyse sans témoins, statistique et cartographie X, analyse spectrale, cartographie quantitative


Analyse quantitative









Principes et méthodes (ZAF, ( ((Z)...)


T.P. ou T.D.
	TP
	TD

	
La spectrométrie X à sélection d'énergie


	
Spectrométrie à sélection d'énergie






	TP
	TD

	
L'analyse quantitative
	
L'analyse quantitative.


Les méthodes (Monte Carlo, ZAF, ( ((z)



Soirée Synthèse et Conclusion (vendredi soir)

Les paramètres du vide, les objets sous vide, les enceintes et les pompes



le langage : unités de pression, libre parcours moyen et gamme de vide (primaire, …)


les objets sous vide : pression de vapeur saturante, le dégazage (nature des matériaux, la température)


la mesure du vide


l'étanchéité des enceintes : joints classiques et métalliques, les passages mécaniques, ...


le système classique : pompe à palettes, pompe à diffusion (principes, schéma de base)


la pompe turbomoléculaire, les pompes ioniques


avantages et inconvénients


entretien

Courant induit d'échantillon







courant d'échantillon et courant induit d'échantillon

mesure du courant (sensibilité, temps de réponse)

effets de charges

effets de masses (électriques)

détection et localisation de jonctions, de défauts

Place du MEB parmi les autres techniques








domaine de la topographie de surface : microscopie optique, rugosimètre, répliques en MET


profondeur de champ, sensibilité

méthodes quantitatives en MEB

domaine de la spectrométrie d'électrons : Auger, ESCA, Raman, Laser, Nucléaire, SIMS...
domaine de la microanalyse X : microsonde, TEM, STEM


Platine porte objet :


Possibilités de tailles d’objet / de distance de travail


Poids d’objet


Course de platine, précision, reproductibilité


Eucentricité, pseudo-eucentricité


Inclinaison


La microanalyse en STEM par rayons X et pertes d'énergie 




Principes et Méthodes (Cliff-Lorimer, Hall, ...



Analyse des couches minces



Statistiques et analyse de traces
'

En WDS et EDS


T.P. ou T.D.
	TP
	TD

	
Travaux Pratiques / Travaux Dirigés au choix :


Le MEB Haute-Résolution


2h

Couches minces sur substrat 


2h

Le MEB Haute-Résolution 


2h

STEM (STEM SCAN)
4h

MEB en SC



4h


EBIC, contraste de potentiel, cathodoluminescence...

Applications biologiques


4h

Les échantillons fragiles et isolants

2h

Les échantillons géologiques
2h

Essais mécaniques in situ


2h


Analyse de particules



2h


Les électrons rétrodiffusés

2h


La cartographie X en EDS
2h


L'analyse quantitative en WDS
4h



	



T.P. ou T.D.
	TP
	TD

	
Microscopie à pression contrôlée et à chambre environnementale


	Microscopie à pression contrôlée et à chambre environnementale




Environnement de l’appareil : 


Eau : débit, pression, température


Température de la pièce, régulation


Influence des champs magnétiques, notions de champ magnétique perturbateur, fréquence, seuils ( ?) de tolérance, d’acceptance


Influence des vibrations, fréquence, seuils ( ?) de tolérance, d’acceptance


Effets particuliers dans les matériaux isolants



objets isolants


polarisation


Stéréographie


Principes de calculs, pièges, données accessibles


Résolution


Définition de la résolution, méthode pratique de mesure


Simulation de Monte Carlo


Principe des calculs et éventail des applications


Cristallographie


Données de base de cristallographie nécessaires pour la compréhension et l’interprétation des clichés EBSD


Kikuchi, EBSD Kossel


Formation du signal, détection, exemples d’application


Entretien des appareils


Est-il possible de se passer de contrat d’entretien ?


Assurance Qualité et Normalisation


Assurance qualité dans un laboratoire : principes et mise en application


Les normes concernant la microscopie électronique à balayage et la microanalyse X


Cathodoluminescence


Origine du signal, détection, applications


Echantillons minces, couches minces : observation et analyse


Mesure d'épaisseur. Principes des programmes de quantification


Fractographie


Définition de fractures ductiles, fragiles. Faciès types de rupture : par choc, en fatigue, en fluage


La microscopie à Pression Contrôlée et à Chambre Environnementale : particularités du système de vide, particularités


de la détection, conséquences de l’élargissement du faisceau sur les images et sur l’analyse


Manipes in-situ (essais mécaniques, thermiques, environnementaux)

Analyse d’images


Histogramme, traitement d’image, filtrage, convolutions, opérations morphologiques, seuillage, mesures, les biais à éviter


Le microscope à double colonne ionique et électronique


Caractéristiques et possibilités

Procès verbal de la réunion du Conseil du GN-MEBA du jeudi 10 février 2005 avec les constructeurs à Jussieu

Conseil du GNMEBA

Présents : François Brisset, Hervé Guégan, François Grillon, Philippe Hallegot, Alain Jadin, Philippe Jonnard, Jean-Pierre Lechaire, Annie Malchère, Christian Mathieu, Jean-Louis Pouchou, Florence Robaut, Jacky Ruste.

Excusés : Luc Beaunier, Claude Gril, Monique Repoux.
Représentants des Constructeurs

Gilles MULLER, OXFORD INSTRUMENTS

Jean-Jacques DUPUY, FEI France

Bruno ACHARD, JEOL Europe SA

Guillaume WILLE, ELOISE

Thierry GRENUT, ELEXIENCE

Jean-Marc CHAUVET, SYNERGIE 4

François HORREARD, CAMECA

Daniel MONVILLE, GATAN

Hélène JORDANY, SEPH/RONTEC

Pierre LANDOUAR, Carl ZEISS SMT

Pierre ROLLAND, ALPRIMAGE

Bernard JEAN, ELOISE

Eric VAN BALINGHEM, FONDIS ELECTRONIC
François Grillon, responsable du projet école d’été avec Florence Robaut (organisatrice locale), remercie les participants de leur présence à cette réunion annuelle entre les représentants des constructeurs et les membres du conseil du GNMEBA.

Le premier point abordé concerne l’organisation sur une ou deux semaines de l’école d’été ainsi que le nombre d’appareil qui sera prêté par les constructeurs. François Grillon présente l’avantage d’une école d’été sur deux semaines pour les constructeurs avec des disponibilités plus grandes pour eux en possibilités de démonstration. Les appareils étant utilisés une demi journée par journée pour une organisation sur deux semaines et toute la journée pour une organisation sur une semaine.

Les dates de l’école seront entre le dimanche 25 juin et le samedi 8 juillet dans les locaux de l’ENSEEG à Grenoble.

Il est important de connaître la position des constructeurs car la première annonce devrait être envoyée en octobre.

Bruno Achard fait part de la difficulté posée par le blocage d’un opérateur pour 15 jours. Gilles Muller fait remarquer que cette période est une période de forte activité commerciale. Florence Robaut rappelle que l’ENSEEG est fermée en août et qu’il est donc impossible de déplacer l’école fin août. Bernard Jean insiste sur le fait que le matériel doit être vu par les stagiaires. François Grillon indique qu’il est possible d’avoir un opérateur parlant anglais et qu’il sera possible de prévoir un temps constructeur pendant les pauses. Pierre Rolland propose une présentation de 10 minutes des équipements des constructeurs avant le début de la séance de TP.

Apres ces discussions, un tour de table des constructeurs est fait sur la durée de l’école. Il ressort que l’école se déroulera sur deux semaines. Les Constructeurs s’engagent à fournir le matériel suivant :

Carl ZEISS SMT : 1 FEG et 1 MEB à canon tungstène

SEPH/RONTEC : 1 EDS + possibilité d’un opérateur étranger

GATAN : EBSD + platine cryo + système cathodoluminescence + ebic + métalliseur + platine de traction

FONDIS ELECTRONIC : 1 ou 2 EDS + système de préparation, logiciel de couches minces avec PC, logiciel de Monte Carlo

ELOISE : 1 MEB + 1 EDS + 1 EBSD +1 WDS (si utile) + matériel de préparation

CAMECA : En raison du déménagement de CAMECA à cette période, il ne lui sera pas possible de mettre du matériel à disposition. Il est proposé de déménager une SX 100 d’un client pour l’amener sur le site de Grenoble puis de lui réinstaller.

SYNERGIE 4 : 1 à 2 systèmes EDS + logiciel EDS déporté + EBSD + logiciel couches minces.

ELEXIENCE : 1 MEB + 1 EDS + 1 métalliseur

JEOL : 1 FEG + 1 MEB Canon Tungstène

FEI : 1 MEB + (sous réserve 1 autre MEB ou un DUAL BEAM)

OXFORD : 1 EDS +1 EBSD + sans garantie 1 WDS
ALPRIMAGE : un système de microfluorescence X

François Grillon demande aux constructeurs leur fichier client. Il s’engage à être le seul utilisateur de ce fichier nécessaire à l’établissement du fichier mailing . Les constructeurs s’engagent à lui fournir avant les vacances d’été.

François Grillon signale que cette école fera l’objet d’une publication en 2007.

Le second point concerne la pause constructeur organisée pendant la réunion de décembre 2004. La pause fut très appréciée des participants et des constructeurs. Apres un tour de table, il est décidé de reproduire cette opération en l’étendant avec un buffet, de type buffet canapé, pour permettre un contact avec les constructeurs de plus grande durée.

François Grillon pour terminer évoque les normes ISO-TC 202 et rappelle que la norme concernant le grandissement de l’image est publiée et qu’un projet concernant la mesure de la résolution est lancé. Il fait appel à une participation active des constructeurs. Ceux-ci peuvent contacter Nicole Legent à l’AFNOR s’ils sont intéressés (nicole.legent@afnor.org).

